TTKK/ELE 74550 CAE Elektroniikassa Jouko Heikkinen

Tentti 05.03.2001

1. Seliti Iyhyesti mutta tyhjentivisti seuraavat térmit: (12p)

s CAE

e Sl-analyysi
o HPGL

e Logic Decal
s APLAC

¢ Ominaisimpedanssi (Zo)
e DUT

¢ MOM

e SMT

s EDIF

¢ VSWR

¢ Signal Pin (PADS)

2. Piirilevysuunnitteluprosessin paivaiheet ja siitd saatavat dokumentit. Mitd vaihtoehtoja
piirilevysuunnitteluohjelmistot antavat suunniteluun? (12p)

3. Mihin elektroniikkasuunnittelussa kiytetdsin seuraavia ohjelmistoja ja miten ne tukevat
elektroniikkasuunnittelun dokumentointia? (6p)

e OrCAD Capture & PSPICE
s PADS
e ADS

4. Olet tdissd tuotekehitysfirmassa. Saat tehtdviksi simuloida alla olevan kytkenndn
toimivuutta. Miti muita dokumentteja ko. kytkentiikaavion lisdksi tarvitset voidaksesi
suoriutua tehtivisti? Mitd vaiheita simulointiprosessi péaipiirteissdin kasittdad
simuloidessas/i esim. piirin taajuusvastetta? (5p)

5. Vastasiko kurssi odotuksiasi? Jos vastasi, niin oliko kurssista mielestisi muntakin hyotyi
kuin ansaitut opintoviikot. Jos ei vastannut, niin miksi? (1p)
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